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    在競爭激烈的市場中，產品的可靠度直接關係到使用者體驗與品牌形象，一次

大規模的產品召回或現場失效事件，不僅會帶來巨大的財務損失，更會嚴重侵蝕消

費者對品牌的信任；因此，提供具有可驗證、可量化可靠度數據的產品，已成為半

導體供應商贏得客戶信賴與維持市場競爭力的核心要素。 

課程大綱 

一、了解 IC 封裝功能與 IC 封裝技術演進 

二、品質與可靠度觀念與相關國際標準 

三、IC 封裝品質與可靠度案例解析 

指導單位 經濟部產業發展署 

主辦單位 財團法人資訊工業策進會 

執行單位 台灣電路板產業學院(PCB 學院) 

建議對象 半導體產業 1-2 年工作經驗之製造、設計、品保工程人員，大學(含) 以上 

上課時間 8/21(五)、8/28(五)，09:00-16:00，共計 12 小時 

上課地點 台灣電路板協會(桃園市大園區高鐵北路二段 147 號) 

講師簡介 

Lee 老師 

【學歷】國立交通大學雙碩士 

【現任】電子產業高階主管 

【專長】IC 封裝與 PCBA 品質與可靠度 

學員資格 
任職於企業者需明確載於半導體年鑑廠商名錄所列之公司，或半導體相關供應鏈之公

司。 

報名費用 

1. 符合中小企業條件者，政府全額補助，學員免付費。註 1 

2. 一般半導體企業在職員人員，定價 9,000 元，經濟部產發署補助 50%。 

政府補助 4,500 元，學員自付 4,500 元，以上費用含稅、講義。 

3. 不符合以上報名資格者，需全額繳納課程費用 9,000 元。 
註 1實收資本額新台幣 1 億元以下，或員工數未滿 200 人。 

招生名額 20 名，以完成資格審查、報名繳費者優先錄訓，額滿為止。 

結訓條件 

1. 出席率需達總時數 80%以上。 

2. 通過考試(60 分以上)。 

通過以上條件才符合補助資格。 

繳款方式 

1. 信用卡：待收到繳費通知，登入網站後，進入線上信用卡付款系統，請依步驟完

成刷卡作業。使用綠界科技結帳系統，採取市場最高等級 SSL 256bit 加密機

制，保障您的個人資料安全。 

2. 【虛擬帳號匯款】同上步驟進入線上匯款系統頁面後，取得虛擬匯款帳號，請於

三天內完成匯款，需於期限內完成繳費，逾期者需重新報名。 

★恕不接受現場現金交易★ 
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★此課程屬政府補助課程，恕無兩人九折，亦不適用會員抵用券★ 

退費辦法 

1. 開課前３天（含當日）學員自行取消者，恕不退費。 

2. 若人數未達開班人數，主辦方有保留取消、延期變更等權利；因課程延期未能參

加者，可全額退費，請學員詳填退費申請表(須附銀行存簿封面)以次月底前匯款

轉帳之。 

注意事項 

1. 出席率達 80%者，本課程培訓後將頒發培訓證書。 

2. 結訓學員應配合經濟部產發署培訓後電訪調查。 

3. 執行單位保有更改課程內容與上課時間之權利。 

4. 因應性別主流化國際趨勢打造友善職場之發展優先保留女性參訓名額 10%~ 

20%。 

5. 恕無電子檔，僅提供紙本講義。 

窗口 
TPCA 職訓中心團隊  

(T) 03-3815659#504 陳小姐 irene@tpca.org.tw 

【經濟部產發署廣告】  
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【經濟部工業局廣告】 


